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摘要(译)

本发明提供一种模块化传感器组件(10)以及制造模块化传感器组件(10)的方法(70)。该模块化传感器组件(10)包括在层叠配置中耦合
到电子装置阵列(14)的传感器阵列(12)。该传感器阵列(12)包括多个传感器模块(22)，其中的每一个包括多个传感器子阵列(18)。该
电子装置阵列(14)包括多个集成电路模块(24)，其中的每一个包括多个集成电路芯片(20)。所述传感器模块(22)可以通过倒装芯片技
术耦合到所述电子装置模块(24)。
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